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	一、投资事项基本概述
	二、对外投资进展情况
	WaferTek 成立以来，积极筹划海外生产基地拓展布局，努力推进土地厂房购买洽谈、生产工艺与产线规

	三、增加投资额度的情况
	（一）增加投资额度基本情况

	鉴于公司马来西亚项目已顺利完成土地厂房购置，无尘室、厂务系统以及水电气等基础设施建设也已基本完成，项
	四、本次增加投资额度对上市公司的影响

